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Part 3: Metal enclosures

FOREWORD

ternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization c|
onal electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote int
bration on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields/ To this ¢
n to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technica
ly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “lEC. Publication(s
ation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject
brticipate in this preparatory work. International, governmental and non-govefimental organizatio
e IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with(the International Organ

rmal decisions or agreements of IEC on technical matters express;‘as nearly as possible, an int
hsus of opinion on the relevant subjects since each technical ‘\committee has representatior
tted IEC National Committees.

ublications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEQ
ittees in that sense. While all reasonable efforts are «made to ensure that the technical contd
ations is accurate, IEC cannot be held responsible ‘for the way in which they are used g
Erpretation by any end user.

er to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC PU
arently to the maximum extent possible in theifnational and regional publications. Any divergenc{
C Publication and the corresponding nationaltor regional publication shall be clearly indicated in

5elf does not provide any attestation of-conformity. Independent certification bodies provide (
Ement services and, in some areas, @¢cess to IEC marks of conformity. IEC is not responsib
bs carried out by independent certification bodies.

ers should ensure that they have the latest edition of this publication.

bility shall attach to IEC or its’directors, employees, servants or agents including individual eX
lamage of any nature.whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
out of the publication,/use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publicatio|

on is drawn tothe~Normative references cited in this publication. Use of the referenced publi
Ensable for théteorrect application of this publication.

on is drawn\to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subjec
IEC shall'not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

onal Standard IEC 61837-3 has been prepared by IEC technical commi

pmprising
Ernational
nd and in
Reports,
)’). Their
dealt with
hs liaising
zation for

brdization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organigations.

prnational
from all

National
nt of IEC
r for any

blications
b between
the latter.

onformity
e for any

perts and

ers of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or

expenses
ns.
cations is

of patent

tee 49:

y control,

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2000. It constitutes a
technical revision.

This International Standard is to be read in conjunction with IEC 61240:2012.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:

The outline drawing is defined as one set of drawings consisting of four views, which are the
view from above, the front view, the view from the right, and the view from below; the view

from

the right was drawn optionally in the previous edition.
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The height of package (G,) is eliminated, instead total height is expressed by the symbol
letter G or with a subscript number.

The dimensions of terminal lead spacing are shown by the centre position of the terminal
leads and its basic value e is 2.54 x n mm (n is an integer) and 1,27 x n mm for package
dimensions smaller than 6 mm (See IEC 61240:2012, 5.5). If the terminal lead spacing is not
a multiple of the basic value, a subscript number such as e4, e, is attached, e.g. e4, e,, etc.
If there are plural spacing values, the subscript number is followed by a hyphen and numbers
such as eq_4, €45, etc.

In terminal land areas, the lengths of each terminal pad are now expressed with maximum
values for consumer’s convenience. They were expressed as minimum values in the
previous edition of IEC 61837-3.

If thére are plural identical enclosures with different height, each enclosure was expressed
by a|dash (/) and a two-digit number after the basic type name. The identity referefices are
givep in the table of the sheet.

The |configurations of the enclosures were revised as shown in Table 1.

FDIS Report on voting
49/1118/FDIS 49/1140/RVD,

Full infgrmation on the voting for the approval of this standard can be found in the rg¢port on

voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with“the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of] all parts in the IEC 61837 series, published under the general title Surface mounted
piezoelectric devices for frequency control@nd selection — Standard outlines and terminal lead

connectjons, can be found on the IEC website.

The compmittee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the
stability|date indicated on the IEC-website under "http://webstore.iec.ch" in the data rglated to

the speg¢ific publication. At this date, the publication will be

reconfirmed,
with@drawn,
replaced by afrevised edition, or

amenhded.
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SURFACE MOUNTED PIEZOELECTRIC
DEVICES FOR FREQUENCY CONTROL AND SELECTION -

STANDARD OUTLINES AND TERMINAL LEAD CONNECTIONS -

Part 3: Metal enclosures

1 Scope

This paft of IEC 61837 deals with standard outlines and terminal lead connectionslas they

apply tq

SMDs for frequency control and selection in metal enclosures and . s\based on

IEC 61240 which standardized layout rules of outline drawings of the surface-maunted flevices.

2 Nol

mative references

The follpwing documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and
are indispensable for its application. For dated references, only¢the edition cited applies. For

undated
applies.

references, the latest edition of the referenced document {including any amenfdments)

IEC 61240:2012, Piezoelectric devices — Preparation of outline drawings of surface mounted

devices

3 Configuration of enclosures

(SMD) for frequency control and selection — General rules

The englosures of the surface-mounted\devices are made of metal with the formed lead
terminals based on the descriptive designation system for semiconductors — devices package.

All SMI

Therefofe, the following designator is used.

- SMS

4 Designation of\types

The type desighator consists of four parts as follows:

enclosures described~in~this part of IEC 61837 are special surface mount types.

(Surface-Mounted,Special)

c /

qQ
vp)

A
7~ pr—

A: Configuration symbol of enclosures:
— SMS (Surface-Mounted, Special).
B: Structure of terminal leads

— L: folded leads type;

- J

: folded leads type.

If there is a leadless type, it will have no mark.

See Cla
C: Num

use 3 of IEC 61240:2012, Classification of SMD.

ber of terminal leads


https://iecnorm.com/api/?name=4aa660d1c412a5c312df192b84abccbc

-6 - IEC 61837-3:2015 © IEC 2015

D: 2-digit serial number

5 Metal enclosure dimensions

The dimensions given in this part of IEC 61837 apply to all completed SMD for frequency
control and selection. Only those dimensions are given which meet the requirements of

IEC 61240.

o |If there are plural identical enclosures with different height (G), or different length

(F), etc.

The symbol letter shall be expressed with a subscript number such as G4, Gy, Fq, F, etc.

e The dimensions of terminal lead spacing shall be shown by the centre position of the

ter |no| Inoric- anrl |+c- ha:-ur\ value—o |e ’) R/i Hmm {u |c ah |nh:sgcxr\ »:\nri ‘1 ')7

# mm for

verrore SO

package dimensions smaller than 6 mm (see IEC 61240 2012, 5.5). If the termi
spading is not a multiple of the basic value, a subscript number such as e{;\é,
attaghed. If there are plural spacing values, the subscript number shall be follow|
hyphen and numbers such as e4_4, 4.5, etc.

o |If theére are plural identical enclosures with different height, each enclosure was ex
by the following dash (/) and two digit number after the basic type’ name. The
refefences are given in the table of the sheet.

6 Ledd connections

Since §MS types of enclosures are special SMD type{they won’t have any specif
connectjons. However, lead connections shall always _be given in the detail specificatig
the agrgement with customers.

7 Degignation of metal enclosures

Table 2| sets out the designation of the metal enclosures as outlined in the f
specification sheets. All correspondingienclosures are listed in Table 1 below.

Table 1 — Revised configurations

hal lead
shall be
ed by a

pressed
identity

ed lead
n under

bllowing

Type Sheet No. Description
SMS-L4{01~03 | Sheet 1 Maximum LP1 was changed from 1,2 to 1,4.
SMS-L4/04~07 | Sheet2 Maximum B, was changed from 9,5 to 9,6.

Maximum LP1 was changed from 1,2 to 1,4.

SMS-J2[01~02 | Sheet 12 Maximum B was changed from 4,7 to 5,0.
Minimum K, was changed from 0,85 to 0,6.
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Table 2 — Designation of metal enclosures

No. Type Sheet No. Description
1 SMS - L4/01
2 SMS - L4/02 Sheet 1 Metal, resistance-welded, four L-lead SMD outline
3 SMS - L4/03
4 SMS - L4/04
5 SMS - L4/05
Sheet 2 Metal, resistance-welded, four L-lead SMD outline
6 SMS - L4/06
7 SMS — L4/07
8 SMS - L3/01
9 SMS - L3/02 Sheet 3 Metal, resistance-welded, three L-lead SMD outline
10 SMS - L3/03
11 SMS - L3/04
Sheet 4 Metal, resistance-welded, three L-lead, SMDCoutline
12 SMS - L3/05
13 SMS - L3/06
14 SMS - L3/07 Sheet 5 Metal, resistance-welded, three L-lead, SMD outline
15 SMS - L3/08
16 SMS - L3/09
17 SMS - L3/10 Sheet 6 Metal, resistance-welded, three L-lead, SMD outline
18 SMS — L3/11
19 SMS - L3/12
20 SMS - L3/13 Sheet 7 Metal, resistance-welded, three L-lead SMD outline
21 SMS - L3/14
22 SMS - L3/15
23 SMS - L3/16
24 SMS - L3/17
Sheet 8 Metal, resistance-welded, three L-lead, SMD outline
25 SMS - L3/18
26 SMS - L3/19
27 SMS - L3/20
28 SMS — L3121
29 SMS.=13722
Sheet 9 Metal, resistance-welded, three L-lead SMD outline
30 SMS-~ L3/23
31 SMS—13124
32 SMS - L3/25
33 SMS - L3/26 Sheet 10 | Metal, resistance-welded, three L-lead SMD outline
34 SMS - L3/27
35 SMS - J4/01 Sheet 11 Metal, resistance-welded, plastic frame, four J-lead SMD outline
36 SMS - J2/01
Sheet 12 Metal, resistance-welded, plastic frame, two J-lead SMD outline
37 SMS - J2/02
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Dimensions (mm)
Ref. - Notes
Min. Nom. Max.
A — — 8,26
Q B1 — — 5,10 /01
B2 — — 6,40 /02
Actual si B3 — — 8,80 /03
clual size Fi — — [ 9,50 | /o1
F2 — — 10,80 /02
F3 — — 12,75 /03
G — — 4,00
K1 1,75 — 2,25
K2 0,15 — 0,30
— I——l — K3 0,30 — 0,90 Note 2
4 T Ier | 070 — 1.40
Lp2 1,20 — 1,80
e — 1,88 —
B e | — 7,50 a /01
L e1-2 — 8,80 / /02
e1-3 — 10,80 — /03
Y b1 — — 0,80
[ b2 — - 2,40
H 1 — — 2,30
2 — — 2,10
| y C — | 0,20
A
/ ™ - /—-n- ]-
) k JJ'_ J
--------- <
-l O o
A
e e
- - T b
K3
A 1 [ Y
N t |
~ 1 [
Metal jacket
(see Note 1) b o
PSS
by 7
i) = 7%/7 v/
¥ = B VA YA
\ e | e
[\ K,
- Terminal land areas
IEC

NOTE 1 The configuration of the metal jacket is given as an example.

NOTE 2 This portion of the lead may be re-shaped under pressure.

Metal, resistance-welded, four L-lead SMD

outline — Type SMS-L4/01 ~ 03

Scale
5:1

|

Sheet 1
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NOTE 2 This portion of the lead may be re-shaped under pressure.

NOTE 1 The configuration of the metal jacket is given as an example.

Dimensions (mm)
Ref. - Notes
Min. Nom. Max.
A — — 11,05
B1 — — 9,60 /04
B2 — — 10,70 /05
B3 — — 11,40 /06
Ba — — 13,50 /07
F1 — — 14,30 /04
Actual size F2 — — 15,50 /05
F3 — — 16,20 /06
F4 — — 18,30 /07
G — — 5,30
K1 2,90 — 3,10
— ez 645 — 656
K3 0,38 — 1,90 Note 2
LP1 0,70 — 1,40
Lp2 1,00 — 1,70
[ e — 2,44 —
' w e1-1 — 14,80 — /04
e1-2 — 13,00 — /05
e1-3 — 13,70 — /06
\ e1-4 = 16,00 — /07
1 b1 — — 5,00
y b2 — — 1,40
A i — — 1,80
2 — — 3,00
y — — 0,20
' )
~
o NN
\ v
=
e e
Ks
v - —
a4 H H b1
- : ] =
by )
Metal jacket R
see Note1 2]
( ) t
5 S ele
! ‘ Ki Terminal land areas
=
IEC

Metal, resistance-welded, four L-lead SMD

outline — Type SMS-L4/04 ~ 07

Scale
3:1

Sheet 2
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Dimensions (mm)
Ref. - Notes
Min. Nom. Max.
m A — — 8,26
B1 — — 5,10 /01
B2 — — 6,40 /02
Actual size B3 — — 8,80 /03
F1 — — 9,50 /01
F2 — — 10,80 /02
F3 — — 12,75 /03
G — — 4,00
K1 1,75 — 2,25
— I——I — K2 0,15 — 0,30
L M5 T Ks | 030 | — | 0,90 | Note2
LP1 0,70 — 1,20
Lp2 1,20 — 1,80
Q e — 3,75 N—
e1-1 — 7,50 — /01
e1-2 — 8,80 — /02
e1-3 — 10,80 — /03
Y b1 — 3 0,80
Il b2 — — 2,40
I — — 2,30
Y I2 —~ — 2,10
A y = — 0,20
- | i
0) Cn - ’
Y | B
e b2
! Ok,
- <
o
B 1 [ By
Metal jacket b1
(See Note 1) 7
-~ Ky ,%/f
- e i
o
-~ = —1
— Terminal land areas
/ K,
-
IEC

NOTE 1 The configuration of the metal jacket is given as an example.

NOTE 2 This portion of the lead may be re-shaped under pressure.

Metal, resistance-welded, three L-lead SMD

outline — Type SMS-L3/01 ~ 03

Scale B
5:1

Sheet 3
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Dimensions (mm)
Ref. - Notes
Min. Nom. Max.
A — — 8,26
B1 — — 6,00 /04
B2 — — 8,00 /05
F1 — — 8,20 /04
F2 — — 10,20 /05
G — — 3,00
K1 1,75 — 2,25
— | —— I K2 | 0,15 — 0,30
K3 0,30 — 0,50 Note 2
LP1 0,70 — 1,20
Lp2 1,00 — 1,30
e 9,0U 9,/ 4,UU0
s et-1 — 6,80 — /04
w e1-2 — 8,80 — /05
b1 — — 0,80
b2 — — 2,60
11 — — 2,10
2 — — 1,70
I Y y — — 0,20
A
(- — |
(O « !t 1S T A0 TAlll—] <
O E----- ] IE‘;
\ o A
[ AIASs
o ERd 5
N - K3
3y | <
<
| !
1 { Metal jacket
(See Note 1)
: - b1
- 7
o <4 —
| Y e
-q_= J_F‘
K )
- 1‘ Terminal land areas
IEC

NOTE 1 The configuration of the metal jacket is given as an example.

NOTE 2 This portion of the lead may be re-shaped under pressure.

outline — Type SMS-L3/04 ~ 05

Metal, resistance-welded, three L-lead SMD

Scale
51

|

Sheet 4
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Dimensions (mm)
Ref. - Notes
Min. Nom. Max.
A — — 8,26
@ B1 — — 5,10 /06
B2 — — 6,00 /07
Actual si B3 — — 8,00 /08
clual size Fi — — 6,20 /06
F2 — — 8,00 /07
F3 — — 10,00 /08
G — — 4,00
Ki1 1,75 — 2,25
K2 0,15 — 0,30
K3 0,30 — 0,50 Note 2
— | l— LpP1 0,70 — 1,20
Lp2 0,80 — 1,60
e 5,30 5,60 5,90
e1-1 — 5,00 - /06
n w e1-2 — 5,90 — /07
e1-3 — 7,90 — /08
b1 — — 2,60
b2 — — 0,80
& — — 1,70
— ==t 2 - — [ 2.10
A y —+£ — 0,20
I e o B Y e
_ a _
Q J
--------- N
Y
1 —
V, ‘ _ F
e b2
- —
. Le
- <
< !
1 [ Metal jacket
(see Note 1) I -
| - )
o
~
f— _ \Z)
LT — “s
S e
Ki < -
FerminaHand-areas
IEC
NOTE 1 The configuration of the metal jacket is given as an example.
NOTE 2 This portion of the lead may be re-shaped under pressure.
Metal, resistance-welded, three L-lead SMD
Scale B
. 5:1
outline — Type SMS-L3/06 ~ 08

Sheet 5
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Dimensions (mm)
Ref. - Notes
Min. Nom. Max.
A — — 8,26
B1 — — 5,10 /09
B2 — — 6,00 /10
Q B3 — — 8,00 /11
F1 _ — 7,70 /09
' F2 _ — 8,00 /10
Actual size F3 — — 10,00 /11
G — — 3,00
K1 1,75 — 2,25
K2 0,15 — 0,30
K3 0,30 — 0,50 Note 2
Lp1 0,70 — 1.20
Lp2 0,80 — 1,60
— I — i e 5,30 5,60 5,90
e1-1 — 5,00 — /09
e1-2 — 5,90 — /10
e1-3 — 7,90 — /11
b1 — — 2,60
2] w b2 — - 0,80
1 — — 1,70
I2 — — 2,10
y _ — 0,20
A
O
I—‘ ]
e
- > Lp2 b1
Y
L]
:2 ! ! =
1 [
‘ Metal jacket
(see Note 1) 2 &
o I
]
S—L__H ]_l=" 22 Y
i v
Ki
ol e
= ‘
Terminal land areas

IEC
NOTE 1 The configuration of the metal jacket is given as an example.

NOTE 2 This portion of the lead may be re-shaped under pressure.

Metal, resistance-welded, three L-lead SMD
Scale G
51
outline — Type SMS-L3/09 ~ 11

Sheet 6
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Dimensions (mm)
Ref. - Notes
[ Min. Nom. Max.
A — — 11,05
e B1 — — 10,70 /12
B2 — — 11,40 /13
B3 — — 13,50 /14
Actual size Z — — 1228 ;15
F3 — — 18,30 /14
G — — 5,30
K1 2,90 3,10
K2 0,15 — 0,30
K3 0,40 — 1,10 Note 2
LD {\’71'\ 4,')n
Lp2 1,10 — 1,70
e 4,88
e1-1 — 13,00 = /12
e1-2 — 13,70 <~ /13
e1-3 — 16,00 — /14
i w b1 — O 3,40
b2 — — 1,40
I — — 1,60
! : 2 - — 2,10
H y -\ — 0,20
A Y

D e
e
Ks
A " u s
A E ] =
b2 ©
T ol g
« |
Metal jacket \ |
(see Note 1) e
-
-+ Terminal land areas
A Ki IEC

NOTE 1 The configuration of the metal jacket is given as an example.

NOTE 2 This portion of the lead may be re-shaped under pressure.

Metal, resistance-welded, three L-lead SMD
Scale G
3:1
outline — Type SMS-L3/12 ~ 14

Sheet 7
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Dimensions (mm)
Ref. - Notes
Min. Nom. Max.
A — — 11,05
B1 — — 5,10 /15
B2 — — 6,60 /16
B3 — — 9,70 17
B4 — — 10,70 /18
Actual size Bs — — 11,40 19
Be — — 13,50 /20
F1 7,15 — 7,85 /15
F2 8,65 — 9,35 /16
F3 10,95 — 11,65 17
F4 12,75 — 13,45 /18
Es 13.45 — 14.15 /19
Fe 15,55 — 16,25 /20
G — — 5,30
e K1 1,50 — 2,00
K2 0,40 — 0,48
K3 0,40 — 0,48 Note
LP1 0,40 — 0,48
Lp2 1,50 — 2,10
(a4 e 4,67 4,90 5,08
w e1-1 — 7,05 — 15
e1-2 — 8,55 — /16
e1-3 — 11,65 — n7
v e14 —  [12,65 — 18
e1-5 — [13,35 — 19
J ere — 15,45 — /20
— — ! b1 — — 0,70
A b2 — — 2,20
- - I — — 1,80
I2 — — 0,70
y — — 0,20
\ ( \
~ S
a + -f L — <
] & At -4
A
e [Ty [s]
- > bz
< B Lp2 «
/ Y
L
A
! ) |
)
I1
SN
x )
- e
Y
A K1 Terminal land areas
- IEC
NOTE This portion of the lead may be re-shaped under pressure.
Metal, resistance-welded, three L-lead SMD outline — | Scale
Type SMS-L3/15 ~ 20 3:1 G
Sheet 8
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(Voir Note 1)

Dimensions (mm)
Ref. - Notes
Min. Nom. Max.
A — — 8,26
B1 — — 5,10 /21
g B2 — — 6,00 /22
B3 — — 8,00 123
Actual size B4 — — 8,80 124
F1 6,40 — 7,00 /21
F2 7,30 — 7,90 /22
F3 9,30 — 9,90 /23
Fa 10,10 — 10,70 124
G — — 3,80
K1 1,40 — 1,60
K2 040 — 050
o 1 Ks | 0,40 | — | 0,50 {-|Note
LP1 0,40 — 0,50
Lp2 1,20 — 1560
M e 5,00 5,15 5,30
w e1-1 — 6,30 — /21
e1-2 — 7,20 — /22
e1-3 — 9,20 — /23
e1-4 — 10,00 — 124
b1 — — 1,80
b2 —~ — 0,70
A 11 — — 0,70
2 — — 1,80
% — — 0,20

X
—
I\

b+

1

Ks

I1

€1

I2

Lp1

b2

~

o JL
NN
NN

Terminal land areas

IEC

NOTE This portion of the lead may be re-shaped under pressure.

Metal, resistance-welded, three L-lead SMD outline — | Scale
Type SMS-L3/21 ~ 24 5:1 -

Sheet 9
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Dimensions (mm)
Ref. - Notes
Min. Nom. Max.
A — — 8,26
Q B1 — — 5,10 125
B2 — — 6,00 /26
B3 — — 8,00 127
Actual size F1 — — 7,20 /25
F2 — — 8,10 /26
F3 — — 10,10 127
G — — 2,60
K1 1,25 — 1,35
K2 0,20 — 0,30
K3 0,30 — 0,40 Note
[ma U 20 = U700
O ] Lp2 1,20 — 1,60
e 5,00 5,15 5;:30
e1-1 — 6,90 ~ /25
e1-2 — 7,80 — /26
Q w e1-3 — 9,80 — 127
b1 — > 1,80
b2 — — 0,70
1 — — 0,70
I2 —~ — 1,80
y o — 0,20

( s
L } |
e
- Lpz
- ! [ ] = A
& | i
> g
E e
= : ‘ \
\ J S‘ *‘ | #2)
K e
-
Terminal land areas

IEC
NOTE This portion of the lead may be re-shaped under pressure.

Metal, resistance-welded, three L-lead SMD outline — | Scale B
Type SMS-L3/25 ~ 27 5:1

Sheet 10
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Dimensions (mm)
Ref. Notes

Min. Nom. Max.

A — — 12,00

B — — 5,20

F — — 5,50

Actual size G — — 8,20

Ki 0,70 — 1,40

Lg 1,00 — 1,40

e — 4,90 —

e — 4,00 —

b, — — 2,00

A I — — 2,00

- - y — — 0,15
= — A

1 — T " Jla v

Y v

b2

Lg

I2

Terminal land areas

IEC

Metal, resistance-welded, plastic frame, four J-lead SMD | Scale _
outline — Type SMS-J4/01 3:1

Sheet 11
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Dimensions (mm)
— Ref. Min Nom Max Notes
A — — 11,60
B — — 5,00
Actual size G4 — — 3,50 /01
G, — — 5,00 /02
Ki 0,6 — 1,15
F 11,80 — 13,50
Lg 3,30 — 3,90
e — 8,80 —
b, — — 1,35
l2 — — 3,90
A Y — — 0,10
|
|\
F
. \
S
of | 1
O]y ]s]
e
Y | J_‘ |
i + | — 2
X
Ls 1% ,
% /Aj ‘
e Q9
Terminal land areas
IEC
Metal, resistance-welded, plastic frame, two J-lead Scal
SMD outline — Type SMS-J2/01 ~ 02 30’319 G

Sheet 12
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS PIEZOELECTRIQUES A MONTAGE EN SURFACE
POUR LA COMMANDE ET LE CHOIX DE LA FREQUENCE -

ENCOMBREMENTS NORMALISES ET CONNEXIONS DES SORTIES -

Partie 3: Enveloppes métalliques

AVANT-PROPQS

La Co
de l'e
favori
I"élect
Spécit
Guide
travau
intern
travau
condit

Les d¢g
possil
sont r

Les P
telles
I'exac
mauvy

mmission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisatien
hsemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de I'lEC). L'IEGyaJpou
er la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans: les don
icité et de I'électronique. A cet effet, '|EC — entre autres activités — publie des Normes internatio
ications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles-au public (PA
5 (ci-aprés dénommés "Publication(s) de I'lEC"). Leur élaboration est confiée ades comités d'ét
x desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les org
htionales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec I'lEG, participent égals
x. L'IEC collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO),
ons fixées par accord entre les deux organisations.

cisions ou accords officiels de I'lEC concernant les questions technigues représentent, dans la 1
le, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de I'lEC i
bprésentés dans chaque comité d’études.

blications de I'|EC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréé
par les Comités nationaux de I'lEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que I'lEC s'
itude du contenu technique de ses publications; I'|EC he peut pas étre tenue responsable de I's
ise utilisation ou interprétation qui en est faite par un‘quelconque utilisateur final.

Dans
régio
corre

L'IEC
fourni

confolmité de I'lEC. L’IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de cq

indép¢
Tous |

Aucun
y com
tout p
que ¢
décou
ou au

L'atten
référe

mESUﬂe possible, a appliquer de fagon transparente les'Publications de I'l[EC dans leurs publications nat

e but d'encourager l'uniformité internationale,yles» Comités nationaux de I'lEC s'engagent, dan|

ales. Toutes divergences entre toutes Publi¢ations de I'l[EC et toutes publications nationales ou 1
pondantes doivent étre indiquées en termes’clairs dans ces derniéres.

elle-méme ne fournit aucune attestdtion de conformité. Des organismes de certification indg
Esent des services d'évaluation .de ‘conformité et, dans certains secteurs, accedent aux m4g

ndants.
les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publica

e responsabilité ne dojtiétre imputée a I'lEC, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou ma
bris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de |
éjudice causé en'cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelq
b soit, directe_owindirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais de justice) et les
ant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de I'lEC ou de toute autre Publication
crédit quidui‘est accordé.

tion est-attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de pu
hcées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L’atte

tien/est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de I'l|EC peuvent 4

omposée
objet de
aines de
ales, des
5) et des
udes, aux
hnisations
ment aux
elon des

hesure du
htéressés

bs comme
hssure de
tventuelle

s toute la
ionales et
egionales

pendants
rques de
rtification

tion.

hdataires,
IEC, pour
ue nature
dépenses
de I'lEC,

blications

ire 'objet

de dro

Its de brevel. L'TEC ne saurait eire tenue pour responsable de ne pas avoir identiiie de tels droits

et de ne pas avoir signalé leur existence.

e brevets

La Norme internationale IEC 61837-3 a été établie par le comité d'études 49 de I'lEC: Dispositifs
piézoélectriques, diélectriques et électrostatiques et matériaux associés pour la détection, le
choix et la commande de la fréquence.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiere édition parue en 2000. Elle constitue une
révision technique.

Cette Norme internationale doit étre utilisée conjointement avec I'lEC 61240:2012.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a I'édition
précédente:
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Le dessin d'encombrement est défini comme un ensemble de dessins composé de quatre
vues, a savoir la vue de dessus, la vue de face, la vue de droite et la vue de dessous, la vue
de droite ayant été dessinée en option dans I'édition précédente.

La hauteur du boitier (G4) a été supprimée, la hauteur totale étant exprimée par la
lettre-symbole G ou par un numéro en indice.

Les dimensions de I'espacement entre les sorties sont présentées par la position centrale
des sorties et sa valeur de base e est de 2,54 x n mm (n étant un entier) et 1,27 x n mm pour
des dimensions de boitier inférieures a 6 mm (voir I'EC 61240:2012, 5.5). Si I'espacement
entre les sorties n'est pas un multiple de la valeur de base, un numeéro d'indice tel que e4, e,
est associé, par exemple e4, e,, etc. En présence de plusieurs valeurs d'espacement, le
numero en indice est suivi d'un trait d'union et de numéros tels que e;_4, €45, etc.

Dan§ Tes surfaces de contact des sorties, Tes Tongueurs de chaque plaquetie de softie sont
désgrmais exprimées avec des valeurs maximales pour les besoins du client. Elle§ étaient
exprimées en valeurs minimales dans I'édition précédente de I'lEC 61837-3,

En présence de plusieurs enveloppes identiques de hauteur différente, chacune d'elles était
exprimée par une barre oblique (/) et un numéro a deux chiffres placé apres le nom|de type
de bjase. Les références d'identité sont données dans le tableau de_la-feuille.

Les configurations des enveloppes ont été révisées comme indiquéau Tableau 1.

FDIS Rapport de vote
49/1118/FDIS 49711140/RVD

Le rappprt de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vofe ayant

abouti 3 I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Ditectives ISO/IEC, Partie 2.

Une listg de toutes les parties de lasérie IEC 61837, publiées sous le titre général Digpositifs
piézoélectriques a montage en.surface pour la commande et le choix de la fréqience —
EncomBrements normalisés et(cannexions des sorties, peut étre consultée sur le site|web de

I"EC.

Le comité a décidé que le’ contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la[date de
stabilité| indiquée sur _le site web de I'lEC sous "http://webstore.iec.ch" dans les données

relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

reconduite;

supprimes,

remplacee par une edition revisee, ou

amendée.
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DISPOSITIFS PIEZOELECTRIQUES A MONTAGE EN SURFACE
POUR LA COMMANDE ET LE CHOIX DE LA FREQUENCE -

ENCOMBREMENTS NORMALISES ET CONNEXIONS DES SORTIES -

Partie 3: Enveloppes métalliques

1 Domaine d'application

La prés
connexi
fréquen
d'encom

ente partie de I'EC 61837 est applicable aux enveloppes métalliques normal
bns des sorties des dispositifs a montage en surface pour la commande et le‘ch
ce; elle est fondée sur I'lEC 61240, qui a normalisé les régles de tracédes
brement des dispositifs a montage en surface.

2 Réflérences normatives

Les dod
partie,
référend

uments suivants sont cités en référence de maniére napmative, en intégralit
Hans le présent document et sont indispensables pour son application. H
es datées, seule I'édition citée s’applique. Pour les,références non datées, la

édition gu document de référence s’applique (y compris les¢éventuels amendements).

IEC 612
disposit
général

40:2012, Dispositifs piézoélectriques — Préparation des dessins d'encombren
fs a montage en surface pour la commahde et le choix de la fréquence —
DS

3 Configuration des enveloppes

Les env
munis
semicor

bloppes des dispositifs a montage en surface sont constituées de matériaux méf

sées et
bix de la
dessins

£ ou en
our les
derniere

ent des
Regles

alliques

de sorties formées, basées sur le systéme de désignation descriplif pour

ducteurs — boitiers des.dispositifs.

Toutes les enveloppes dé dispositifs a montage en surface décrites dans la présente ¢

I'NEC 61
conséqu

- SMS

837 sont des types a montage en surface particuliers. La désignation suivante
ent utilisée.

(A maontage en surface, Spécial; Surface-Mounted, Special)

artie de
est par

4 Désrignation des types

La désignation des types se compose de quatre parties, comme suit:

A: Sym

A_BC/D

bole de configuration des enveloppes:

— SMS (A montage en surface, Spécial).

B: Structure des sorties

— L: type a contacts pliés;

— J: type a contacts pliés.

Si le type n'a pas de contact, il ne présente aucune marque.
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Voir I'Article 3 de I'lEC 61240:2012, Classification des dispositifs 8 montage en surface.

C: Nombre des sorties

D: Numéro de série a deux chiffres

5 Dimensions des enveloppes métalliques

Les dimensions indiquées dans la présente partie de I''lEC 61837 s'appliquent a tous les
dispositifs a montage en surface complets pour la commande et le choix de la fréquence. Seules
sont données les dimensions qui satisfont aux exigences de I'lEC 61240.

e En

résence de plusieurs enveloppes identiques de hauteur différente (G). ou de |

ngueur

diffé
Go,

e Les
cent
1,27
Si I'¢
d'ing
num

e Enp
expr|
de b

6 Confnexions des sorties

Les typ
surface
connexi
l'accord

7 Désignation des enveloppes métalliques

Le Tabl
feuilles
dans le

rente (F), etc, la lettre-symbole doit étre exprimée avec un numéro en indice tel
-, F> etc.
1. 2,

dimensions de I'espacement entre les sorties doivent étre présentées: par la
rale des sorties et sa valeur de base e est de 2,54 x n mm (n Atant un e
x n mm pour des dimensions de boftier inférieures a 6 mm (voir I'|E€*61240:20
bspacement entre les sorties n'est pas un multiple de la valeur-de base, un
ice tel que e4, e, doit étre associé. En présence de plusieurs'valeurs d'espace
ero en indice doit étre suivi d'un trait d'union et de numeéros_tels que e4_q, €45,

résence de plusieurs enveloppes identiques de hauteur.différente, chacune d'e
mée par une barre oblique (/) et un numéro a deux_chiffres placé aprés le nom
ase. Les références d'identité sont données dans-l& tableau de la feuille.

bs d'enveloppes a montage en surfacel etant des types de dispositifs a mon
particuliers, ils ne comportent aucune connexion de sortie spécifiée. Toute
bns des sorties doivent toujours €fre données dans la spécification particulig
des clients.

pau 2 indique la désignation des enveloppes meétalliques, selon la configura
de spécification présentées ci-apres. Toutes les enveloppes correspondantes
[Tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1 — Configurations révisées

que Gy,

position
ntier) et
12, 5.5).
numero
ment, le
etc.

les était
de type

tage en
ois, les
re avec

ion des
figurent

Type Feuille N° Description
SMS-14/01+~03 | Feuille 1 LP, maximal est passé de 1,2 a 1,4.
SMS-L4/04~07 | Feuille 2 B, maximal est passé de 9,5 a 9,6.

LP1 maximal est passé de 1,2 a 1,4.
SMS-J2/01~02 | Feuille 12 B maximal est passé de 4,7 a 5,0.
K, minimal est passé de 0,85 a 0,6.
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Tableau 2 — Désignation des enveloppes métalliques

N° Type Feuille N° Description
1 SMS - L4/01
2 SMS — L4/02 Feuille 1 Envelroppe mgtglllque a montage en surface par quatre sorties en L,
soudée par résistance
3 SMS - L4/03
4 SMS - L4/04
5 SMS - 1.4/05 Feuille 2 Envelyoppe mfét_allique a montage en surface par quatre sorties en L,
6 SMS — L4/06 soudée par résistance
7 SMS - L4/07
8 SMS - L3/01
9 SMS — L3/02 Feuille 3 Enve!oppe métallique a montage en surface par trois sorties'er| L, soudée
par résistance
10 SMS - L3/03
" SMS — L3/04 : Enveloppe métallique a montage en surface partrois sorties er| L, soudée
Feuille 4 o
12 SMS — L3/05 par résistance
13 SMS - L3/06
14 SMS — L3/07 Feuille 5 Enve!oppe métallique a montage en gurface par trois sorties er| L, soudée
par résistance
15 SMS - L3/08
16 SMS - L3/09
17 SMS — L3/10 Feuille 6 Enve!oppe métallique a\montage en surface par trois sorties er| L, soudée
par résistance
18 SMS - L3/11
19 SMS - L3/12
20 SMS — L3/13 Feuille 7 Enve!oppe meétallique a montage en surface par trois sorties er| L, soudée
par résistance
21 SMS - L3/14
22 SMS - L3/15
23 SMS - L3/16
24 SMS - L3/7 : Enveloppe métallique a montage en surface par trois sorties er] L, soudée
Feuille 8 i
25 SMS — L3/18 par résistance
26 SMS - L3/19
27 SMS - L3/20
28 SMS - L3121
29 SMSQ¥722 : Enveloppe métallique 8 montage en surface par trois sorties er] L, soudée
Feuille 9
30 SMSL L3/23 par résistance
31 SMS—3+24
32 SMS - L3/25
33 SMS — L3/26 Feuille 10 Enve!oppe métallique a montage en surface par trois sorties en L, soudée
par résistance
34 SMS - L3/27
Enveloppe métallique, chassis en plastique, a montage en surface par
35 SMS - J4/01 Feuille 11 | quatre sorties en J, soudée par résistance
36 SMS - J2/01 Feuille 12 Enveloppe métallique, chassis en plastique, a montage en surface par
37 SMS — J2/02 deux sorties en J, soudée par résistance
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Type SMS-L4/01 ~ 03

A Dimensions (mm)
Réf. - Notes
Min. Nom. Max.
A — — 8,26
B1 — — 5,10 /01
B2 — — 6,40 /02
Taille réelle Bs = — | 880 | /03
F1 — — 9,50 /01
F2 — — 10,80 /02
F3 — — 12,75 /03
G — — 4,00
Ki 1,75 — 2,25
K2 0,15 — 0,30
— I——l — K3 0,30 — 0,90 Note 2
% | lpr | 070 —_ 1,40
Lp2 1,20 — 1,80.
e — 1,88 —+
B e11 | — 7,50 S 101
'L e12 | — 8,80 = /02
e1-3 — 10,80 — /03
Y b — — 0,80
n b2 — ~ 2,40
- 11 — — 2,30
I2 — — 2,10
| y C — | 0,20
A
(0 n
0] L
0
‘ A
e e
- - 7] b
7] K3
A 1 Y
~ I ]
o L ]
= 1 [ Gaine
métallique b -
(voir Note 1) ! °©
by U U7
\n‘_ = ,%/7
¥ == - VA YA
A \ e | e
Ki
- Surfaces de contact des
soTties
IEC
NOTE 1 La configuration d'une gaine métallique est donnée en exemple.
NOTE 2 Cette partie de la sortie peut étre reformée sous pression.
Enveloppe meétallique a montage en surface par quatre
sorties en L, soudée par résistance — Echelle
5:1 -

Feuille 1
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| Dimensions (mm)
Réf. - Notes
Min. Nom. Max.
A — — 11,05
B1 — — 9,60 /104
B2 — — 10,70 /05
B3 — — 11,40 /06
Ba — — 13,50 /07
FA — — 14,30 /04
Taille réelle F2 — — 15,50 /05
F3 — — 16,20 /06
F4 — — 18,30 107
G — — 5,30
K1 2,90 — 3,10
— Kr——0.15 = 30
K3 0,38 — 1,0 Note 2
Lp1 0,70 — 1,40
Lp2 1,00 — 1,70
a e — 2,44 —
' w e1-1 — 14,80 — /04
e1-2 — 13,00 — /05
e1-3 — 13,70 — /06
Y e1-4 © 16,00 — /107
1 b1 — — 5,00
y b2 — — 1,40
A i — — 1,80
2 — — 3,00
% — — 0,20
e )
~
o NN
Y = v W
O]y [s |
e e
Ks
Y "
N A [] i b+
. - ] =
bs o
Gaine métallique R
voir Note1 721
5 S e|e
' ‘ Ki Surfaces de contact des
o sorties
IEC
NOTE 1 La configuration d'une gaine métallique est donnée en exemple.
NOTE 2 Cette partie de la sortie peut étre reformée sous pression.
Enveloppe métallique a montage en surface par quatre
sorties en L, soudée par résistance — Echelle E
3:1
Type SMS-L4/04 ~ 07

Feuille 2
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i Dimensions (mm)
Réf. - Notes
Min. Nom. Max.
= et
B1 — — 5,10 /01
) B2 — — 6,40 /02
Taille réelle B3 — — 8,80 /03
F1 — — 9,50 /01
F2 — — 10,80 /02
F3 — — 12,75 /03
G — — 4,00
K1 1,75 — 2,25
— I——I — K2 0,15 — 0,30
A g 1 Ks | 0,30 — 0,90 | Note 2
LP1 0,70 — 1,20
Lp2 1,20 — 1,80
of e — 3,75 —
v e1n | — 7,50 - /01
e1-2 — 8,80 — /02
Y e1-3 — 10,80 — /03
b1 — b 0,80
1] b2 — — 2,40
I — — 2,30
Y l2 5 — 2,10
A y = — 0,20
-¢ g
i Cn ) AL
Y =T N
e b2
Y 1 g Ks
- <
Gl |
1 L Gaine )
métallique b1
(Voir Note 1)
-~ = ,%/,
by e
-]
Surfaces de contact
A des sorties
K4
-
IEC
NOTE 1 La configuration d'une gaine métallique est donnée en exemple.

NOTE 2 Cette partie de la sortie peut étre reformée sous pression.

Enveloppe métallique a montage en surface par trois

sorties en L, soudée par résistance —
Type SMS-L3/01 ~ 03

Echelle
5:1

Feuille 3
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A Dimensions (mm)
Réf. - Notes
Min. Nom. Max.
A — — 8,26
B1 — — 6,00 /04
B2 — — 8,00 /05
FA — — 8,20 /04
F2 — — 10,20 /05
G — — 3,00
K1 1,75 — 2,25
— L — \ K2 0,15 — 0,30
K3 0,30 — 0,50 Note 2
Lp1 0,70 — 1,20
Lp2 1,00 — 1,30
e 3,00 3,10 4,00
) e1-1 — 6,80 — /04
w e1-2 — 8,80 -€ /05
b1 — — 0,80
b2 — — 2,60
i — — 2,10
2 — — 1,70
T Y y — Sa 0,20
A
(o 7 ,
Gl « !t 1S T A0 TAlll—] <
0 T——] &=
\ o 'Y
N NARC
. ERg -
o~ - K3
3y | <
<
! |
1 [ Gaine métallique &
(Voir Note 1) b+
|
- 7
- =4 7%/7
] Y e
'q_: J_F‘
Ki Surfaces de contact
- des sorties
IEC
NOTE 1 La configuration d'une gaine métallique est donnée en exemple.
NOTE 2 Cette partie de la sortie peut étre reformée sous pression.
Enveloppe métallique a montage en surface par trois
sorties en L, soudée par résistance — Echelle

Type SMS-L3/04 ~ 05

51

|

Feuille 4
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i Dimensions (mm)
Réf. - Notes
Min. Nom. Max.
A — — 8,26
@ B1 — — 5,10 /06
B2 — — 6,00 /07
Taille réell B3 — — 8,00 /08
atlie reefle Fi — — 6,20 106
F2 — — 8,00 /07
F3 — — 10,00 /08
G — — 4,00
Ki1 1,75 — 2,25
K2 0,15 — 0,30
K3 0,30 — 0,50 Note 2
— [ l— LpP1 0,70 — 1,20
Lp2 0,80 — 1,60
e 5,30 5,60 5,90
e1-1 — 5,00 - /06
n w e1-2 — 5,90 + /07
e1-3 — 7,90 — /08
b1 — — 2,60
b2 — — 0,80
& — — 1,70
— ==t 2 - — [ 2.10
A y —+£ — 0,20
I e o B Y e
_ o I
Q J
--------- <
Y
1 —
= =t
e b2
- -
. Lez
. <
<] !
1 [ Gaine métallique
(voir Note 1) I -
\ - [}
o
~
= _| 7
| | (A
S e
Ki ° -
Surfaces—de—eontast
des sorties
IEC
NOTE 1 La configuration d'une gaine métallique est donnée en exemple.
NOTE 2 Cette partie de la sortie peut étre reformée sous pression.
Enveloppe métallique & montage en surface par trois
sorties en L, soudée par résistance — Echelle G
5:1

Type SMS-L3/06 ~ 08

Feuille 5
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A Dimensions (mm)
Réf. - Notes
Min. Nom. Max.
A — — 8,26
B1 — — 5,10 /09
B2 — — 6,00 /10
Q B3 — — 8,00 /11
Fi — — 7,70 /09
Taille réell F2 — — 8,00 /10
aifle reefle Fs = —  [10,00 11
G — — 3,00
Ki 1,75 — 2,25
K2 0,15 — 0,30
K3 0,30 — 0,50 Note 2
L4 070 — 120
Lp2 0,80 — 1,60
— I — i e 5,30 5,60 5,90
e1-1 — 5,00 = /09
e1-2 — 5,90 — /10
e1-3 — 7,90 — /11
w b1 — — 2,60
@ b2 — — | 0,80
11 — — 1,70
I2 — — 2,10
y = — 0,20
A
o) _
I‘—I
e
- > LP2 b1
Y
]
5]
< | | =
1 [
‘ Gaine métallique
(voir Note 1) l2 &
o -———————
]
S ]_,:— V777 Y
A |\ )
K4
ol =]
2 ‘
Surfaces de contact
des sorties
IEC
NOTE 1 La configuration d'une gaine métallique est donnée en exemple.
NOTE 2 Cette partie de la sortie peut étre reformée sous pression.
Enveloppe métallique a montage en surface par trois
sorties en L, soudée par résistance — Echelle -
5:1
Type SMS-L3/09 ~ 11
Feuille 6
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